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１．概要（Summary） 

株式会社ピーエムティーでは、ミニマルファブシステム

(ハーフインチウェハを用いた半導体製造システム)である

ミニマル半導体製造装置とメガファブの半導体製造装置

をハイブ リ ッ ドで用いたファ ウン ド リ事業である

Complementary-セミサービス(以下、C-セミサービス)の

事業化を検討している。今回、C-セミサービスの事業化

目標の一つである Fanout Wafer Level Package(以下

FOWLP)を山口大学及び北九州産業学術推進機構(以

下FAIS)のNPFの協力を得て試作したので、その結果を

報告する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

UHV10 元スパッタ装置、走査型電子顕微鏡、昇温脱離

ガス分析装置（ダイナミック型）、触針式表面形状測定装

置 

 

【実験方法】 

電極を形成した TEG チップをモールド封入したハーフイ

ンチの再構成基板を作成し、ミニマル装置として PMT 保

有のレジスト塗布機、露光機、現像機を用い、メガファブ

装置として前述の NPF 装置を用いたハイブリッドプロセス

により、Fig. 1 に示した半田ボールを外部端子とした

FOWLP 構造を形成し、電気導通試験を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2 に、得られた

I-V 特性の一例を示す。

良好な I-V 特性であり、

C-セミサービスを用い

た FOWLP プロセスの

有効性が実証できたと

言える。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・謝辞 今回の試作にあたり、山口大学浅田教授、NPF

技術支援員木村氏、岸村氏、FAIS NPF 主任研究員 安

藤氏、竹内氏、江口氏に絶大なご協力をいただきました。

ここに深謝いたします。 

・他の機関の利用：FAIS（F-17-FA-0008） 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

(1) ミニマルパッケージプロセスを用いた Fan-Out 型

RDL パッケージの開発，応用物理学会第 65 回春期

大会，平成 30 年 3 月 20 日  

 

６．関連特許（Patent） 

(1)原 史郎, “露光装置、露光方法、半導体モジュールの

製造方法、パターン形成装置、及びパターン形成方

法”, 特願 2017- 70579 号，平成 30 年 1 月 31 日（特

許査定）． 

Fig.2  I-V characteristics of check 

pattern 


